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二、内容简介
第一章 2007年世界芯片设计行业发展形势分析
　　第一节 2007年世界芯片设计环境发展分析
　　　　一、世界经济在上升通道中收紧流动性
　　　　二、美元持续走低考验世界经济弹性
　　第二节 2007年世界芯片设计行业发展现状分析
　　　　一、2007年世界芯片设计行业发展规模分析
　　　　二、2007年世界芯片设计行业发展特点分析
　　　　三、2007年世界芯片设计行业竞争格局分析
　　第三节 2008-2010年世界芯片技术发展趋势分析
　　　　一、小型化、高灵敏度
　　　　二、多功能
　　　　三、芯片节能日益受到关注

第二章 2007年世界典型芯片设计企业发展优势分析
　　第一节 高通（QUALCOMM）
　　　　一、高通赔偿博通1960万美元 3G手机芯片或停产
　　　　二、高通发布新型"全功能集成芯片"系列方案
　　　　三、高通推出面向大众市场的高速数据芯片组
　　第二节 博通（BROADCOM）
　　　　一、BROADCOM芯片加速下一代"绿色"数据中心建设
　　　　二、BROADCOM新款芯片助千兆以太网进入家用市场
　　　　三、博通发布高度整合3G单芯片 采用HSPA制式
　　第三节 NVIDIA
　　　　一、2007年公司核心竞争力分析
　　　　二、2007年企业中国区业务发展情况分析
　　　　三、2007年公司最新动态
　　第四节 新帝（SANDISK）
　　　　一、2007年公司核心竞争力分析
　　　　二、2007年企业中国区业务发展情况分析
　　　　三、2007年公司最新动态
　　第五节 AMD
　　　　一、2007年公司核心竞争力分析
　　　　二、2007年企业中国区业务发展情况分析
　　　　三、2007年公司最新动态

第三章 2007年中国芯片设计行业发展环境分析
　　第一节 2007年中国宏观经济形势分析
　　　　一、工业生产继续快速增长，企业利润大幅度增加
　　　　二、固定资产投资增长较快
　　　　三、外贸与外资快速增长，外汇储备不断膨胀、人民币升值压力增大
　　　　四、货币供应量增长较快，贷款增加较多，流动性明显过剩
　　　　五、居民收入快速增长，就业增加较多，民生不断改善
　　第二节 2007年中国芯片设计行业政策环境分析
　　　　一、国货复进口政策
　　　　二、政府优先发展IC设计业政策
　　　　三、各地IC设计产业优惠政策
　　　　四、数字电视战略推进表
　　　　五、外汇管理体制的缺陷
　　第三节 2007年中国芯片设计技术发展环境分析
　　　　一、芯片设计流程
　　　　二、低功率芯片技术可能影响整个芯片设计流程
　　　　三、中国技术创新与知识产权
　　　　四、中国芯片设计技术最新进展

第四章 2007年中国芯片设计产业发展动态分析
　　第一节 2007年中国芯片设计产业发展动态分析
　　　　一、2007年中国芯片设计仅占全球7.1%
　　　　二、2007年中国高端射频芯片设计技术进入世界先进行列
　　　　三、2007年芯邦四年成全球第一开创中国芯片设计新模式
　　第二节 2007年中国芯片设计行业发展特点分析
　　　　一、产业持续快速发展
　　　　二、中国自主标准为国内设计企业带来发展机遇
　　　　三、模拟IC和电源管理芯片成为国内IC设计热门产品
　　　　四、正在由一个世界生产中心转变为设计中心
　　第三节 2007年中国芯片设计业存在的主要问题分析
　　　　一、企业规模过小
　　　　二、产业链不完整
　　　　三、资金实力相对薄弱
　　　　四、人才缺乏

第五章 2007年中国芯片设计市场运行状况分析
　　第一节 2007年中国芯片设计市场发展分析
　　　　一、市场消费规模分析
　　　　二、主要行业对芯片的需求统计分析
　　第二节 2007年中国芯片制造市场生产状况分析
　　　　一、芯片的产量分析
　　　　二、芯片的产能分析
　　　　三、产品的生产结构分析

第六章 2007年中国芯片细分市场发展局势分析
　　第一节 生物芯片
　　第二节 通信芯片
　　第三节 显示芯片
　　第四节 数字电视芯片
　　第五节 标签芯片

第七章 2007年中国芯片设计业竞争格局分析
　　第一节 2007年中国芯片设计业竞争现状分析
　　　　一、2007年外资企业大举进入国内市场的影响
　　　　二、2007年中国芯片设计业的国际竞争力分析
　　　　三、新厂商进入加剧手机基带芯片竞争
　　第三节 2008-2010年中国芯片设计竞争趋势分析
　　　　一、英特尔技术突破不会影响芯片竞争格局
　　　　二、AMD通过新芯片重拾技术竞争优势
　　　　三、中国MP3芯片市场竞争加剧

第八章 2007年中国芯片设计优势企业财务状况及竞争力分析
　　第一节 炬力集成电路设计有限公司
　　　　一、企业基本概况
　　　　二、2007年企业核心竞争力分析
　　第二节 中国华大集成电路设计集团有限公司
　　　　一、企业基本概况
　　　　二、2007年企业核心竞争力分析
　　　　三、未来企业发展规划分析
　　第三节 大唐微电子技术有限公司
　　　　一、企业基本概况
　　　　二、企业财务状况分析
　　　　三、2007年企业核心竞争力分析
　　　　四、未来企业发展规划分析
　　第四节 中芯国际集成电路制造有限公司
　　　　一、企业基本概况
　　　　二、企业财务状况分析
　　　　三、企业核心竞争力分析
　　第五节 无锡华润矽科微电子有限公司
　　　　一、企业基本概况
　　　　二、企业财务状况分析
　　第六节 杭州士兰微电子股份有限公司
　　　　一、企业基本概况
　　　　二、2007年企业财务状况分析
　　　　三、2007年企业核心竞争力分析
　　　　四、未来企业发展规划分析
　　第七节 上海华虹集成电路有限公司
　　　　一、企业基本概况
　　　　二、企业财务状况分析
　　第八节 深圳赛意法微电子有限公司
　　　　一、企业基本概况
　　　　二、2007年企业财务状况分析
　　第九节 南通富士通微电子有限公司
　　　　一、企业基本概况
　　　　二、2007年企业财务状况分析
　　　　三、企业经营战略分析
　　　　四、未来企业发展前景分析

第九章 2007年中国芯片设计相关产业运营透析
　　第一节 通信
　　第二节 汽车
　　第三节 电视
　　第四节 手机

第十章 2008-2010年中国芯片设计产业发展趋势分析
　　第一节 2008-2010年中国芯片设计产业技术发展趋势展望分析
　　　　一、产品设计由ASIC向SOC转变
　　　　二、设计方法由反向向正向转变
　　第二节 2008-2010年中国芯片设计产品发展趋势展望分析
　　第三节 2008-2010年中国芯片设计市场发展预测
　　　　一、细分市场规模预测
　　　　二、产业结构预测

第十一章 2008-2010年中国芯片设计产业投资机会与风险分析
　　第一节 2008-2010年中国芯片设计行业投资机会分析
　　　　一、中国台湾放行四家芯片商投资大陆
　　　　二、半导体芯片产业或将重新成为投资热点
　　　　三、应用芯片研究前景广阔
　　　　四、生物芯片投资时刻到来
　　第二节 2008-2010年中国芯片设计行业投资风险分析
　　　　一、市场风险（行业现状）
　　　　二、政策风险
　　　　三、技术风险
　　　　四、期限风险
　　第三节 [.中.智.林.]专家建议分析
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